
マイクロ・スクリーンを用いて
クリームはんだを塗布します。

はんだボール

チップ
クリームはんだ

リフロー装置(RF-110N2)で加熱し、
はんだボールを付けます。

チップに残っているはんだを取り除き、

チップ

ＰＣＢ

基板に乗せ、加熱すれば完成です。

ＣＳＰ／ＢＧＡの再実装
Re-Balling と

はんだボールを乗せます。

SP-100BR又はBM-100に
ボール整列用スクリーンを取り付け、

マイクロ・スクリーンを取り付け、
はんだボールの上にクリームはんだを再度塗布します。

SP-100又はBM-100に
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